
用途
　樹脂基板は、多くの工業用製品の中でも重
要な製品です。この樹脂基板は、主にフレキシ
ブルプリント配線基板用途に使用されます。
まず最初に、樹脂基板は、エンボス加工され、
その後メタライズされます。
　例えば、フィードスルーコンタクトの様な、
エンボス加工が全面に出来ない時に、メタラ
イジング処理に先立ちプラズマエッチング処
理が、樹脂フォイル上に残るプロセス由来の
残渣を除去するために用いられてきました。
その後、予め決まったエリアについて、同じ速
度でエッチングされます。プロセスは、所望の
レベルまでエッチングされたところで止めら
れます。
　プラズマプロセスは、表面の活性化も可能
にする事から、メタライズ化された面への接
着性向上にも寄与します。

プリント配線基板のホールエッチング
マイクロ構造技術におけるプラズマでの基板エッチング

プラズマプロセス
　 グラフは、２種類のLCP(液晶）フィルムを
エッチングした際の均一性について示して
います。上のグラフは、150mmx150mm角の
100um厚のLCPフィルムのエッチング結果を
示しています。1.1um/minのエッチング速度
で１０分間、O2/CF4の混合ガスプラズマで
処理した場合を示しています。端から６～１
５cmの間のフィルムの中心付近において、
その厚みの標準偏差は、0.29um（片側につき
0.15um）であった。
　 下側のグラフは、レターシートサイズのLCP
フィルムのケースを示しています。エッチング
速度は、１５分間で1.0um/minであった。
標準偏差は、1.21umで片側で0.6umであっ
た。

システムエンジニアリング
　PINKは、297x210mmサイズまでのエッチ
ングフィルム用にカスタマイズされたプラズ
マシステムを提案できます。そのフィルムは、
同時に両側の処理が可能です。マイクロプラ
ズマは、処理室内に電極を必要とせずに処理
が可能です。
　これらプラズマシステムの特徴としては、
非常に優れたエッチングの均一性と、全面に
対して高いエッチング速度を達成している点
です。
　これは、チャンバー内でフィルムを移動さ
せながら処理できる事と、特別なライン状の
プラズマ源に由ります。このプロセスに特に
適用されているスプリングフレームへの応用
により、フィルムのハンドリング、フィルムの巻
出、巻取が簡単になります。　フィルムは、エ
ッチングプロセス中においては、処理室内で
はストレスもなく、且つ熱的な影響も特に受
けません。
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Foil etching
Foil etching in microstructure technology

I n d u s t r i a l  e n g i n e e r i n g

The plasma system V70-4G has been developed for the etching of foils up to size DIN A4 (further 

information on our Internet site). One of the remarkable features of this system is  particular 

conception of etching on both sides of the foil simultaneously, which is facilitated by the use of micro 

wave technology. Thus, the process can be realized without using electrodes in the chamber.

The eminent characteristics of this system are the high homogeneity and the high etching rate over 

the whole foil surface. This quality is enabled on the one hand by the use of our special modular 

linear source, and on the other hand by the sample movement during the process in the chamber. 

With the help of especially adapted spring frames quite a simple handling during the operation is 

guaranteed. The foil is handled in a hanging position (i. e. unstressed) without occurrence of any 

thermical damage to the substrate.

P l a s m a  p r o c e s s

The subsequent figures are showing the 

homogeneity achieved by etching of two 

LCP-foils (LCP  Liquid Crystal Polymer).

In the figure shown above the etching of a 

LCP-foil (size 150 x 150 mm, thickness 100 

µm) is shown. The foil has been etched in 

an O /CF -Plasma for 10 minutes. The 2 4

etching rate was 1,1 µm/min. The realm 

interesting for the application on the foil is 

between 6 cm and 15 cm (across the 

diagonal). The standard tolerance was 

0,29 µm (per side 0,15 µm).

In the second figure the etching of a 

DIN A4 size LCP-foil is shown. In case of an 

etching time of 900 sec. the etching rate 

was 1,0 µm/min. The standard tolerance 

from 6 cm to 32 cm (across the diagonal) is 

1,21 µm. The standard tolerance per side is 

accordingly only the half (0,6 µm). 

A p p l i c a t i o n

Foils nowadays are in use in various domains. A new and very interesting domain of application is the 

manufacturing of printed circuit boards using high quality materials. For this purpose the foils are 

structured by means of an embossing technique and metallized afterwards. To get a feed-through 

contact there must be holes generated in the foils. To get this result a plasma-etching process is 

applied after the embossing phase. In this process the material on the foil surface is reduced evenly 

until the holes become opened. Additional to that the foil is activated in the same process step in 

order to get a better adhesion in the metallization.

If you require further information, write to us or simply telephone.

PINK GmbH Plasma-finish
Am Kessler 6 Tel. +49 (0) 93 42 91 90 plasma-finish@pink.de
D-97877 Wertheim, Germany Fax +49 (0) 93 42 91 95 55 www.pink.de
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ピンク ジャパン株式会社
〒105-0004
東京都港区新橋 5-25-3

第2一松ビル 1F
電話（オフィス）： 03-5777-0602

ファックス： 03-5777-0604

info@pink-japan.co.jp

www.pink-japan.co.jp

PINK GmbH Thermosysteme
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